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免責聲明  

家

登

精

密 

本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同
時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容
不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊
觀測站。  

 

另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發
生，主動更新對未來展望的表述。 
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成立於：1998年3月20日 

員工數： 900 人 

實收資本額：NT 883,844,030 

集團2020營業額：NT 25 億元 

集團2021營業額：NT 31.2 億元 

集團2022營業額：NT 44.9 億元 

集團2023 1~10月營業額：NT 42.76 億元 

                                                           (與去年同期成長25%) 

 

主力產品： 

半導體事業 

光罩傳載解決方案 

晶圓傳載解決方案 

半導體機台設備 

其他服務 

                                      

 

中壢 
台北 

台南 

上海 

  

上海家登 

家登土城總部 
家登創投 
家登復興廠 

家登樹谷廠 

  

      

家碩科技 家崎科技 

竹北 

美國分公司 
AZ、CA 

  

韓國辦公室 

家登 -先進載具設備領航者  

家

登

精

密 

  
家登昆山廠 

航太事業  
動力液壓阻尼油缸 

液壓傳輸高壓導管 

動態平衡馬達基座 

正負壓熱傳導隔片 

2023/12/1 3 
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半導體產業供應鏈  

需求 

京元電/力成 

日月光/欣銓 

日月光/南茂 

矽品/力成 

致茂科技 

德律科技 

長華電材 

均豪精密 

弘塑 

力晶/南亞科 

華亞科/華邦/旺宏 

台灣光罩 

家登精密 

漢微科 台積電 

世界先進 

聯電/茂矽 

聯發科 

晨星/群聯 

致新/茂達 

力錡/富鑫 

矽創/奇景 

瑞昱/聯詠 
晶豪科 

鈺創 

威盛/凌陽 

盛群 

PC/NB 汽車電子 工業 國防 通訊 消費性電子 

家

登

精

密 
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2024年全球半導體產業概況  
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世界半導體貿易統計(WSTS)展望2024年，全球半導體市場預計可望成長11.8%，達到5,760億美元。 

• 以美國市場為首將成長 17.7%，亞太市場將成

長 10.7%，歐洲及日本市場將分別成長 7.7% 及 

7.8%。 

• 記憶體市場可望激增 43.2%，是驅動整體半導

體市場回升的主要動力。感測器市場可望揚升 

5.7%。 

（來源：WSTS@ tsia.org.tw）  

2023/12/1 
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2024年全球晶圓廠設備支出預估  
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• 反應出終端市場需求疲軟，代工和邏輯應用設備在先進製程保

持穩定成長，但針對成熟製程其銷售額於2023年同比下降 6%至

501億美元。2024 年代工和邏輯投資將成長 3%。 

• 而消費者和企業對內存和存儲的需求持續疲軟，預計2023年

DRAM設備銷售額將下降28%至88億美元，但2024 年將回升

31%至116 億美元。 

•  NAND 設備銷售額預計將下降51%至84 億美元，到 2024 年將

激增 59% 至 133 億美元。 

晶圓廠設備銷售額2023年將下降18.8%至764億美元，預計直至2024年，晶圓廠設備領域將佔復甦的大部分，達到 1000 億美

元，銷售額達到 878 億美元，成長 14.8%。測試設備市場銷售額於2023年萎縮15%至64億美元，組裝/封裝設備於2023年下

降20.5%至46億美元；而SEMI預測此2大領域設備將於2024年分別成長 7.9% 和 16.4%。 

（來源：SEMI 2023 年 7 月)  



Copyright©  家登精密工業股份有限公司著作權所有 7 

2024年全球矽晶圓出貨趨勢  
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• 日本信越新型GaN on QST晶圓，配合客戶未來大尺寸晶圓的

GaN製程趨勢，建立12吋QST晶圓的生產技術，期望能挹注

新營收。 

• SUMCO上季由於客戶端持續進行生產調整，導致邏輯IC、

記憶體用的12吋矽晶圓出貨量都減少，矽晶圓需求預估將在

2023年後半觸底，2024年後將隨著數據中心、車用、5G智慧

機等市場擴大，成長率預估將逐步復甦。 

• 環球晶以2023年看下半年客戶依舊有庫存壓力，但大部分客

戶Q3開始庫存消化慢慢去化，Q4可望回穩，2024 年營運比 

2023 年更有發展。 

半導體市況不佳，原本被矽晶圓廠視為中長期業績保證的長約面臨鬆動，產業供過於求的情況，恐延至2025年。展望

2024年，矽晶圓製造的關鍵成長因素為300mm晶圓將被更廣泛應用，而業界也積極探索碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等

晶圓替代材料，為功率半導體應用中提供卓越的性能。 

2023/12/1 

（來源：Semiconductor Overview / 工商時報 / 經濟日報 / 財訊快報 / 財經新報)  
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2024年全球晶圓廠新建廠預估  
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從數據顯示，至2024 年將擁有 186 座300 毫米晶圓廠，每月晶圓廠產能將成長約180萬片晶圓，達到700萬片以上。 

（來源：SEMI)  

2023/12/1 
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家登產品系列  

產品應用 

自動化系統解決方案 

設計 前段製程 OSAT/ 後段製程 

IC Design / Mask maker Foundry/ IDM 
Assembly/ Wafer sorting/ 

Final Test 

光罩載具 V V V 

晶圓載具 V V 

自動化系統 V V 

光罩載具解決方案 晶圓載具解決方案 

家

登

精

密 

2023/12/1 
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家登一站式解決方案  

半導體製程 

IC 

Design 
Foundry Packaging 

Final  

Test 

Mask 

Maker 

Board 

Assembly 

Board 

Testing 

• Circuit Design 

• Engineering Test 

• Materials Fab 

• Wafer Bank 

• Wafer Bumping 

• Wafer Probing 

• Module, Board  

Assembly & Test 

           封裝       後段            前段 設計 

家
登
精
密 

• 通訊 

• 汽車 

• 消費電子 

• 國防 

2023/12/1 10 
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半導體客戶分布  

tsmc、UMC 
TMC、PDMC、TCE 

VIS、ASE 、 SPIL、Micro 
Powerchip、Winbond 

GLOBALFOUNDRIES 
SSMC 、UMC12i 

Micron 、 Silterra、AUO 
X FAB、Vanguard 、 Osram 

SONY 
CANON 
KIOXIA 

UMC12M 
HOYA 

EPSON 
DNP 
AGC 

ROHM SMIC、Uscxm 、 tsmc 
Silan、SPIL、Cxmt、Sien 

CanSemi 、SK Hynix 
Rongsemi 

 

IBM、tsmc AZ 
Micron、WaferTech、Samsung  

Photronics、Toppan  
FormFactor 

Samsung 
SK Hynix 

Key foundry 
Toppan 
HOYA 
PKL 

Nepco 
FST 

LMTEC 
 
 

AMTC、ST Micro 
Photronics、Toppan 
Compugraphics、JD 

Photo Data 家

登

精

密 

2023/12/1 11 
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家登集團每季營收  
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載具本業 
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家登載具本業每季營收  
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295 298 288 
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231 217 
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晶圓載具 

光罩載具 
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家登每季毛利  
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24% 

32% 
34% 34% 

29% 
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28% 26% 
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35% 
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家登專利、研發、設備資本支出  

家
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2019 營收% 2020 營收% 2021 營收% 2022 營收% 
2023 

(至10月) 
營收% 

研發經費 84,190  6.94% 120,553  8.43% 146,422  7.34% 222,723  7.05% 230,465 7.98% 

設備 

資本支出 
157,252  12.96% 594,625  41.58% 441,913  22.15% 758,999  24.02% 343,095 11.88% 

仟元 

截至2023年10月止，獲得國內外610項專利的肯定，持續建構高技術含量之專利版圖 

專利地區別 專利產品別 

2023/12/1 
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家登發展藍圖  

「深耕關鍵客戶」 

「開拓新客戶」 

「發展新市場」 

三大策略重點聚焦發展 

家

登

精
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半導體載具領航者 

 

Hi-NA EUV關鍵載具 

成熟晶圓載具 

先進晶圓載具 

先進3D封裝載具 

 

航太產業先驅者 

 

動力液壓阻尼油缸 

動態平衡馬達基座 

液壓傳輸高壓導管 

正負壓熱傳導隔片 

 

醫療方案輔助者 

 
泌尿科治療輔具 

血管支撐解決方案 
結石吸引治療機 

 

 

新技術研發 

 
載具清洗機 
載具儲存方案 
精密檢測解決方案 
精密加工解決方案 
 

「協同創新Co-Creation」 
整合上中下游客戶、供應商 

尋找優質併購標的 

擴展集團事業體 

2023/12/1 
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家登ESG實踐績效  

家
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精
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經濟面 社會面 環境面 

2022集團營收 

44.9億元 

2022 每股盈餘 

11.12元 

RBA行為準則  

200 分白金級認證 

獲得人力資源領域最高榮譽  

國家人才發展獎 

連續三年調薪率7-9%， 

優於同業標準 

與12間大學院校進行產學合

作達55位， 

累計學習時數55,840小時 

獎助學金達 651 人 

員工自主推動社區參

與公益達382人次 

廠區節電78.6萬度 

以大帶小，攜手10家供應鏈，提出能源改善方案， 

成功減碳1,160噸二氧化碳當量、節電228萬度 

節水52,436噸m³  

次料循環利用專案，回收再製棧板、 

運輸箱、人體工學椅 

榮獲天下永續公民獎 

榮獲天下人才發展獎 

榮獲TCSA台灣企業永續獎 企業永續報告 白金級 

2023/12/1 
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家登整體轉型績效  

營收：自2019年突破20億元新台幣大關後，2022年達45億元，2023年1~10月

42.76 億，較去年同期成長25% 

毛利率：2018年突破20%，2022年49%，2023前三季平均47% 

年度每股淨利（EPS）：2018年為0.27元，2019年3.25元，2022年11.12元，

2023前三季7.96元 

市占率：光罩盒全球市占超過70%、EUV光罩盒超過85%、FOUP晶圓盒陸續通

過大客戶認證，大中華半數以上客戶採用家登為baseline 

家

登

精

密 

2023/12/1 
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家登集團展望與策略  

家
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- 大中華市場： 

 家登昆山廠即將投產，預計明年1月起貢獻產能，目標大中華市場自給自足 

 中國FOSB耕耘開始發酵，陸續驗證成功多家客戶 ，明年搶攻市場 

 家登地緣政治優勢，在多家客戶廠區取得市占領先 

- 美國市場： 

  聚焦先進製程，目標成為關鍵客戶main source 

  EUV先進製程、3D封測(Panel FOUP)出貨穩定提升 

 配合大客戶美國布局，持續資源投入，目前在AZ備有倉儲及RD/FAE團隊，與台灣在地供應鏈聯盟聯手開拓新市場 

- 台灣市場： 

 伴隨台灣大客戶全球擴廠，成為其全球主力供應商 

 先進製程晶圓載具通過驗證，明年可期 

 大客戶庫存調節告一段落，Q3全面恢復出貨，2024樂觀看待 

- 航太事業： 

 關鍵零組件取得FAA認證許可正式出貨 

 通過多家大客戶認證並取得長單 

 航太策略性併購完善事業版圖， 2024挑戰高營收目標 

2023/12/1 
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